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Informationsblatt

Ni/Au-Galvanik zur Herstellung bondfahiger Goldschichten

1. Technologieplattform

Spezielle Kundenwiinsche hinsichtlich der Verarbeitung und des spéteren Einsatzes erfor-

dern, bestimmte Verfahren der Oberflichenbehandlungvon Glasdurchfithrungen zu reali-

sieren. In erster Linie betrifft dies die Schichtkanbination gal. Ni /gal Au, sowohl in voll-

flichiger Veredlung, bzw. der Tendenz nach Edelmetalleinsparung folgend nur die Ver-

goldung der entsprechenden Funktionsflichen. In den meisten Fillen steht die Forderung
nach einer Vergoldung der Anschlussdrihte. Die hietbei geforderten Schichteigenschaften,
wie Bondbarkeit, Lotbarkeit, gute elektrische Leitfahigkeit und Wérmeleitfahigkeit wer-

den durch den eingesetzten Feingoldelektrolyten (99,99 % Au) garantiert. Der Elektrolyt
erfiillt alle notwendigen Normen militirischer und industrieller Forderungen beziiglich
Bond- und Loétfihigkeit und Reinheit. Die abgeschiedenen Goldschichten zeigen beste
Bondergebnisse sowohl beim Thermokompressionsverfahren als auch beim Ultraschall-
verfahren (Aluminium- und Golddraht).

2. Technologiebeschreibung zur Herstellung bondfihiger Goldschichten

Die Kontaktierung der Anschlussdridhte erfolgt an kritischen Stellen mittels 200pum
diinnen Kupferdrahtes. Da durch den vorangegangen Einschmelzprozess ein fettfreie
Oberflache gewdhrleistet ist, kann man sich bei der Vorbehandlung der Teile vorwiegend
auf die Entfernung von leichtem Schmutz und Metalloxiden (vorwiegend FeNi- Legierun-
gen) konzentrieren. Gut haftende Metalliiberziige resultieren aus einer optimal angepass-
ten Vorbehandlung entsprechend der einzelnen Legierungsarten.



Die einzelnen Verfahrensschritte:

- Elektrolytische Entfettung in wéssriger, alkalischer Losung

- Beizen und Aktivieren in anorganischen Sduren

- Galvanische Vernickelung aus einem Nickelsulfamatelektrolyten

- Galvanische Vorvergoldung zur Verbesserung der Haftfahigkeit und Vermeidung
von Fremdmetallverunreinigungen im nachfolgenden Goldelektrolyten

- Galvanische Vergoldung im Feingoldelektrolyten

Entsprechende Spiilstufen zwischen den einzelnen Prozessschritten sind erforderlich und
sind so ausgelegt , dass eine hohe Prozesssicherheit garantiert ist.

Fiir die spatere Anwendung der Glasdurchfiihrung sind die Schichtkombinationen und
-dicken ein bedeutendes Kriterium. Fiir nachfolgende Bond- und Lotprozesse bewéhrten
sich Schichtdickenbereiche von

gal. Ni 3—10 um

gal. Au 0,5-1,5 pm

3. Qualitatspriifungen

Unsere Firma ist nach DIN ISO 9001 : 2000 zertifiziert und daher werden von jedem Ver-
edlungsposten  Schichtdickenmessungen, vorwiegend auf Roentgenfluorenzbasis
durchgefiihrt. Dieses Verfahren garantiert mittels sehr kleinem Messfleck (0,03 x 0,2 mm)
die Messung auch an sehr diinnen Drédhten. Im Bedarfsfall ist auch die Schichtunter-
suchung mittels Querschliff oder REM — Analyse mogich (siehe Abbildungen einer Ni /
Au — Schicht).
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Bild 1 : Schichtdickenmesseinrich- Bild 2 : Metallographische Quer- ~ Bild 3: Rasterelektronenmikroskopi-
tung nach der Rontgenfloures- schliffauthahme des Gold-Nickel-  sche Aufnahme der Goldschichtober-
zenzmethode Schichtsystem fliche

4. Beispiele fiir Applikationen

Bild 4: Vollvergoldete Sensor- Bild 5: Partiell vergoldetes Sensor-  Bild 6: Partiell vergoldetes Sensor-
durchfithrung gehiduse gehiuse



